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二、说明、目录、图表目录

电子封装所用材料都是陶瓷，玻璃以及金属。它系统地介绍了电子产品的主要制造技术。电

子封装系统地介绍了电子产品的主要制造技术。内容包括电子制造技术概述、集成电路基础

、集成电路制造技术、元器件封装工艺流程、元器件封装形式及材料、光电器件制造与封装

、太阳能光伏技术、印制电路板技术以及电子组装技术。书中简要介绍了电子制造的基本理

论基础，重点介绍了半导体制造工艺、电子封装与组装技术、光电技术及器件的制造与封装

，系统介绍了相关制造工艺、相关材料及应用等。

很多电子封装材料用的都是陶瓷，玻璃以及金属。但是已经发现一种新型密封质料，环氧树

脂材料，用环氧树脂纯胶体封装，相对其他材料来说，密封性能更好，并且对于一些特殊仪

器，可直接埋入泥土中利用，并且不会腐化。这样来说，就与外界绝对隔离了。很多电子产

品出产商均在为打开本身产品的外部市场而懊恼，想打开外部市场应该把各地的经销商开辟

出来，那么就必要一套有用的分销轨制,其实电子封装产品简单的来说就是电子产品的保护罩

，让电子产品免受外界环境的影响。比如化学腐蚀，比如大气环境，氧化等。为了让电子产

品更好的经久耐用，提高寿命。所以电子封装工艺技术就非常的重要了。温度，气体用量等

都要注意火候，大一点不行，小一点不行，多一点不行，少一点同样不行。电子技术已成为

人类的名贵资源。同样，在军事范畴好像伊拉克战争所充足亮相的那样，电子产品已成为计

谋资源，是决议计划之源，直接影响决议火力和机动力的先进和好坏。

中企顾问网发布的《2023-2029年中国电子封装市场深度评估与战略咨询报告》共十二章。首

先介绍了中国电子封装行业市场发展环境、电子封装整体运行态势等，接着分析了中国电子

封装行业市场运行的现状，然后介绍了电子封装市场竞争格局。随后，报告对电子封装做了

重点企业经营状况分析，最后分析了中国电子封装行业发展趋势与投资预测。您若想对电子

封装产业有个系统的了解或者想投资中国电子封装行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据

库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场

调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主

要来自于各类市场监测数据库。
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